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1．まえがき 

 

一般財団法人日本電子部品信頼性センター（RCJ）では，基板・モジュールの静電気対策を検討する委

員会を 2017年度に設置し、現在まで文献調査、技術的吟味、検証等を中心に研究調査活動をしてきまし

た。 

 

本員会設置、研究調査活動実施の背景は、以下の通りです。 

 

アセンブリ品やモジュールでの多くの ESD故障は、プリント配線板（ボード）レベルで発生している

という証拠が増えており、この種の故障は、帯電ボードイベント（CBE）と呼ばれています。しかし、ESD

対策は、アセンブリ品やモジュールそれぞれに対応した固有の対策が必要で、共通の対策手法が無い状況

です。また、回路及びアセンブリ品の ESD耐性評価方法も未確立です。 

 

また、IC及びその他の ESD敏感性部品を実装したアセンブリ品やモジュールが不良になると、単体の

ICが不良になる場合に比べ、コスト上の損失が大きくなるので、不良発生を抑えるESD管理が重要です。 

 

このような状況から、アセンブリ品やモジュール製造業者を主な対象に、RCJ内に ESD対策検討委員

会の設置し、検討することにし、委員会活動を実施して参りました。まだ活動目的の完了を果たしており

ませんが、2017年度、2018年度に検討、分析しました結果を H30年度報告書としてまとめました。 

 

 
 


